
以下為本公司於二零零七年四月二十六日就截至二零零七年三月三十一日止三個月的未經審核
業績在報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數字主要以美元列賬，除非特別指明。
報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

概要

‧ 二零零七年第一季的銷售額與二零零六年第四季相比上升1.2%至388,300,000元，與二零零六
年第一季度相比上升10.6%。

‧ 毛利率由二零零六年第四季的5.1%上升至二零零七年第一季的9.5%。

‧ 二零零七年第一季的淨收入為8,800,000元，二零零六年第一季淨虧損為9,600,000元，二零零
六年第四季淨收入為100,000元。

中國上海－二零零七年四月二十六日國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公
司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零七年三月
三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零七年第一季銷售額由上一季度的383,800,000元上升1.2%
至388,300,000元。本公司的月產能減至177,150片8吋等值晶圓，二零零七年第一季的使用率為86.2%。
二零零七年第一季的毛利率為9.5%，二零零六年第四季毛利率為5.1%。與二零零六年第一季的
淨虧損9,600,000元及二零零六年第四季的淨收入100,000元相比，二零零七年第一季為淨收入8,800,000
元。

「中芯國際公佈的2007年第一季度營收成果為388,300,000美元，」中芯國際總執行長張汝京博士說：
「 2007年第一季度毛利增長為36,900,000美元，較2006年第四季度的19,500,000美元上升89.7%，營
收中包含了來自武漢和成都項目的管理費，證明中芯有持續發展業務的能力。

儘管面臨困難的商業環境，中芯有能力通過多種渠道在此季獲得收入的增長。我們的主要客戶
已恢復部分訂單。在本季度，我們來自於中國當地設計公司的定單已有大幅增長，佔二零零七
年第一季度營收的12.8%，而二零零六年第四季度為8.8%。我們預期在今年繼續增長來自於中國
當地設計公司的業務。
中芯將繼續致力於贏利並從戰略上選擇機會提升公司股東價值。65納米方面，我們正在技術里
程上取得很好的進展。

在2007年第二季度，我們相信基於一流客戶先進技術的穩定發展連同追加的邏輯訂單和來自於
其它商業機會的營收決定了我們在2007年有持續的增長。

電話會議／網上業績公佈詳情
日期：二零零七年四月二十七日
時間：上海時間上午十時正
撥號及登入密碼：美國1-617-597-5342（密碼：SMIC）或香港852-3002-1672（密碼：SMIC）。
二零零七年第一季業績公佈網上直播可於www.smics.com網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站
在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際
中芯國際（紐約證券交易所：SMI，香港聯合交易所：0981）總部位於中國上海 ,是世界領先的集
成電路芯片代工公司之一，也是中國內地最大及最先進的芯片代工公司。向全世界客戶提供0.35
微米到90納米及更先進工藝的芯片製造服務。公司在上海營運三座8英寸芯片廠，在天津營運一
座8英寸芯片廠，並在北京營運一座12英寸芯片廠，此為中國內地第一座正式營運之12英寸芯片
廠。此外，中芯國際還在美國、意大利、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設
立了代表處。敬請訪問公司網站：http://www.smics.com

安全港聲明
（根據1995私人有價證券訴訟改革法案）
本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據1995美國私人有價證券訴訟改革法案的「安全港」條
文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括涉及本公司的重大訴訟中芯計劃擴大其產能、
基於並擴張產能來增加中國區客戶、預計折舊費用的減少、預期來自90奈米產品銷售佔所有芯
片總收入的百分比、中芯於二零零七年增加與改善獲利的能力。及包括在隨後「資本開支概要」
和「二零零七年第二季度指引」中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。
中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之
標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據
最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其它可能導致中芯實際業績、
財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行
業週期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新
技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材
料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零六年六
月二十九日以20-F表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政
狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及其於二零零四年三月八日以A-1表格形式
呈交予香港聯合交易所（「香港聯交所」）的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所
呈交的該等其它文件，包括6－K表格。其它未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、
表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的
前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新
聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定
以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其它原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新
任何前瞻性陳述。

重大訴訟
台積電訴訟概覽

從二零零三年十二月起直至二零零四年八月，本公司成為臺灣積體電路製造股份有限公司（「台
積電」）所指稱侵犯若干專利及挪用所指稱的有關經營半導體晶圓業務及製造集成電路方法之商
業機密而起訴之若干法律訴訟的對象。

二零零五年一月三十一日，本公司與台積電訂立無承認責任之和解協議，規定在不損害雙方權
利的前提下撤銷所有未決法律訴訟（「和解協議」）。和解協議亦包括：

－ 本公司與台積電同意相互授權使用對方所有關於半導體器件產品的專利組合，於二零零五
年一月至二零一零年十二月之期間內有效。

－ 台積電承諾在特定條件下，不就先前台積電法律訴訟中所指稱本公司挪用其0.15微米及以上
制程的商業機密再行起訴本公司（「台積電契諾」）。台積電契諾並不涵蓋和解協議簽訂（二零
零五年七月三十一日）起計六個月之後的0.13微米及以下的制程技術。除0.13微米及以下制程
技術外，台積電契諾並無期間限制，但本公司違約時得以終止。

－ 本公司須將有關0.13微米及以下制程的特定資料存放於約定託管處直至二零零六年十二月三
十一日，在特定情況下延至較長期限。

－ 本公司同意向台積電分期支付合計共175,000,000美元。首五年每年分期支付30,000,000美元，
第六年支付25,000,000美元。

和解協議之會計處理

即期會計處理

為核算和解協議，本公司認定和解協議存有若干部份－訴訟和解、台積電契諾、本公司授權台
積電使用專利及台積電授權本公司於和解日期之前及其後使用其專利組合。

本公司認為�



合併營運報表
（美元）

截至以下日期止三個月
二零零七年 二零零六年

三月三十一日 十二月三十一日
(未經審核 ) (未經審核)

銷售額 388,284,436 383,812,708
銷售成本 351,344,670 364,338,733

毛利 36,939,766 19,473,975

經營費用：
　研究和開發 21,733,055 21,913,465
　一般及行政


